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行业走势图 

海外半导体业绩指引高景气，持续看好代工厂估值修复
机遇 
 

本周行情概览：本周半导体行情跑输主要指数。本周申万半导体行业指数下跌 5.71%，同期创业

板指数上涨 1.47%，上证综指上涨 1.79%，深证综指上涨 2.45%，中小板指上涨 2.85%，万得全 A

上涨 2.34%。半导体行业指数跑输主要指数。 

多家海外半导体龙头厂商新季报业绩超预期验证行业景气趋势。我们选取其中几家代表公司，

覆盖设备，设计等子板块行业，观察半导体产业的不同子板块的表现。 

联发科 MTK 公布 2021 年第二季度财务报告。公司于 2021 年 7 月 27 日宣布 2021 年第二季度

的营收总额为 1257 亿新台币，同比增长 85.9%，环比增长 16.3%，营收再创新高；毛利率 46.2%，

同比增长 2.7 个基点，环比增长 1.3 个基点；净利润为 276 亿新台币，同比增长 277.4%，环比增

长 7%。本季营收较前季增加的主要原因为 5G 智能手机以及各类物联网装置动能持续。本季营收

较去年同期增加的主要原因为 5G 智能手机和 WIFI 6 市占率的增加以及各类消费性电子销售提

升。 

赛灵思 Xilinx 发布 2021 年第一财季财报。公司于 2021 年 7 月 28 日宣布 2022 第一财季收入达

到创纪录的 8.79 亿美元，比上一季度增长 3%。第一财季的 GAAP 净利润为 2.06 亿美元，或每

股摊薄收益 0.83 美元，环比增长 11%。本季度非 GAAP 净利润为 2.36 亿美元，或每股摊薄收益

0.95 美元。业绩提升主要受益于数据中心终端市场的强劲表现，以及工业、广播和消费终端市场

创纪录的季度收入。 

阿斯麦 ASML 公布 2021 年第二季度财务报告，公司于 2021 年 7 月 21 日宣布 2021 年第二季

度的营收额为 40 亿欧元，同比增长 20.87%，环比降低 7.88%；毛利率 50.9%，同比增加 2.7 个

基点，环比降低 3 个基点；净利润 10 亿欧元，同比增加 38.22%，环比降低 22.01%。业绩提升主

要受益于客户希望采用软件升级来快速提高产能。第二季度的新增订单金额达到 83 亿欧元，其

中 49 亿欧元来自 EUV 系统订单，总待出货订单金额(backlog)达到 175 亿欧元。 

高通 Qualcomm 于 2021 年 7 月 28 日公布 2021 年第三季度财务报告，业绩高于预期上限，非

GAAP 收入为 80 亿美元，同比增长 63%，非 GAAP 每股收益为 1.92 美元。物联网业务将是公司

未来增长的机会之一，目前的增长速度是手机业务增长速度的 1.6 倍，物联网和汽车业务，令产

品组合更加优化，增加了公司的营业收入。 

超威半导体 AMD 于 2021 年 7 月 27 日公布 2021 年第二季度财务报告，营业额 38.5 亿美元，

同比增长 99%；毛利率扩大至 48%，环比增长 12%；毛利率 48%，同比增长 4 个基点，环比增长

2 个基点；净利润 7.1 亿美元，同比增长 352%，环比增长 28%。业绩增长得益于计算和图形部门

以及企业和嵌入式和半定制部门的收入增加。 

三星电子公布于 2021 年 7 月 29 日公布 2021 年第二季度财务报告，营收 63.67 万亿韩元，同

比增长 20%；毛利率 41.8%，环比增长 5.3 个基点；净利润 9.63 万亿韩元，同比增长 73.2%，环

比增长 34.8%。半导体部门营收 22.74 万亿韩元，同比增长 25%，营业利润为 6.93 万亿韩元，同

比增长 28%，环比翻番。高增长原因为 1）疫情下非接触式生活方式走向常态，带动电脑芯片销

售增长，2）云计算企业对数据中心服务器的需求上升推高 D-RAM 价格+NAND 闪存价格上升，

3）奥斯汀工厂复工。展望第三季度，合作公司拟在第三季度推出中央处理器和智能手机，这将

推高 D-RAM 等存储芯片的需求，因此半导体部门第三季的营业利润有望达到顶点。 

高景气度下，持续看好国产设备材料，同时看好晶圆代工板块估值修复的机遇。从 PB 估值来看，

中芯国际港股和华虹半导体目前处于较低估值水平。中芯国际（A 股及港股）和华虹半导体自今

年二季度以来显著跑输芯片 ETF。截至 2021/7/30，中芯国际港股 PB 仅 1.80，是全球 PB 最低的

晶圆代工资产，华虹半导体为 3.22xPB，也处于较低水位，中芯国际 A 股 5.07xPB。 

基本面持续强化，涨价+UTR 提升+产品结构优化，一季度制造板块毛利率环比提升，二季度有

望持续提升。中芯国际二季度营收超 13 亿美元再创新高，毛利率提升为 30.1%，华虹半导体 8

月 12 日发布业绩。大陆晶圆代工供需缺口大，中芯华虹扩产趋势明确，晶圆代工成为中美博弈

焦点，未来 5 年有望持续扩产。战略性看多本土晶圆代工资产，看好估值修复行情。 

建议关注：IDM: 闻泰科技/三安光电；晶圆代工：中芯国际/华虹半导体；半导体设备材料：北

方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/有研新材/江化微； 半导体

设计：紫光国微/上海复旦/晶丰明源/兆易创新/晶晨股份/全志科技/瑞芯微/中颖电子/富瀚微/

韦尔股份/卓胜微/圣邦股份/斯达半导/新洁能/澜起科技 

风险提示：疫情继续恶化；贸易战影响；需求不及预期 
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1. 本周半导体行情回顾 

本周半导体行情显著跑输主要指数。本周申万半导体行业指数下跌 5.71%，同期创业板指
数上涨 1.47%，上证综指上涨 1.79%，深证综指上涨 2.45%，中小板指上涨 2.85%，万得全 A

上涨 2.34%。半导体行业指数显著跑输主要指数。 

表 1：本周半导体行情与主要指数对比 

  本周涨跌幅% 半导体行业相对涨跌幅（%） 

创业板指数  1.47   -7.19  

上证综合指数  1.79   -7.50  

深证综合指数  2.45   -8.16  

中小板指数  2.85   -8.56  

万得全 A  2.34   -8.05  

半导体（申万）  -5.71   -    

资料来源：Wind，天风证券研究所 

图 1：本周 A 股各行业行情对比（%） 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所 

半导体子版块中其他板块涨幅居前，其余各子板块略有回调。细分板块中，其他板块本周
上涨 14.6%，封测板块本周下跌 0.8%，分立器件板块本周下跌 0.9%，半导体制造板块本周
下跌 1.7%，IC 设计板块本周下跌 3.8%，半导体材料板块本周下跌 4.8%，半导体设备板块本
周下跌 10.7%。天风电子团队持续看好半导体设备材料板块的机会，5 月 24 日报告《后摩
尔时代，国产半导体设备材料有预期上修空间》中明确提出“当前时间节点，短期来看半
导体设备材料公司由于在手订单充裕，二/三季度业绩可期；长期来看，受益制造产能扩张
及国产替代加速，半导体设备材料板块成长趋势明确。后摩尔时代，随着本土半导体制造
板块融资扩产加速，设备材料板块有预期上修空间。”6 月 16 日报告《持续看好国产半导
体设备材料》重申观点，目前我们持续看好设备材料板块。 

图 2：本周子板块涨跌幅（%）  图 3：半导体子板块估值与业绩增速预期 
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资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

本周半导体板块涨幅前 10 的个股为：东软载波、神工股份、永太科技、芯原股份-U、隆
华科技、景嘉微、振华科技、振芯科技、北斗星通、芯朋微。 

本周半导体板块跌幅前 10 的个股为：江化微、博通集成、芯源微、斯达半导、容大感光、
明微电子、国民技术、华峰测控、全志科技、中微公司。 

 

表 2：本周涨跌前 10 半导体个股 

本周涨幅前 10 涨跌幅% 本周跌幅前 10 涨跌幅 

东软载波 62% 江化微 -15.3% 

神工股份 41% 博通集成 -16.1% 

永太科技 39% 芯源微 -17.0% 

芯原股份-U 27% 斯达半导 -17.6% 

隆华科技 24% 容大感光 -17.8% 

景嘉微 15% 明微电子 -17.9% 

振华科技 14% 国民技术 -18.0% 

振芯科技 14% 华峰测控 -19.0% 

北斗星通 12% 全志科技 -20.1% 

芯朋微 11% 中微公司 -20.3% 

资料来源：Wind，天风证券研究所 

2. 本周重点公司公告 

【神工股份 688233.SH】 

公司于 2021 年 8 月 3 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收
入 204,04,97 万元，同比增长 354.80%；完成归属于上市公司股东的净利润 100,03.41 万元，
同比增长 415.40%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,97.29万元，
同比增长 770.50%。报告期末，公司资产总额 1,388,98 万元，同比增长 3.00%。  

公告显示，半导体行业发展处于上行周期，凭借一流的技术和稳定的品质，公司主营
产品订单大幅增加，使得营业收入大幅提升，净利润、扣除非经常性损益的净利润都大幅
增长。 

 

【润欣科技 300493.SZ】 

公司于 2021 年 8 月 3 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收
入 85159.54 万元，同比增长 48.94%；完成归属于上市公司股东的净利润 2813.64 万元，同
比增长 60.15%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2733.28 万元，同
比增长 72.33%。报告期末，公司资产总额 114995 万元，同比增长 5.56%；归属于上市公司
股东的净资产 76345.71 万元，同比增长 1.82%。  

公告显示，主要系上年同期因疫情影响，销售收入减少，本报告期销售规模扩大。报
告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变。公司的核心竞争力主要体现在对 IC 产品的应
用设计和市场定位能力。具体来说，公司的竞争优势主要体现为拥有的 IC 设计供应商和重
要客户资源、产业整合和专业技术能力等方面。 

  

【富满电子 300671.SZ】 

公司于 2021 年 8 月 3 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收
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入 85087.41 万元，同比增长 239.31%；完成归属于上市公司股东的净利润 31616.69 万元，
同比增长 1190.55%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30392.41 万
元，同比增长 1601.87%。报告期末，公司资产总额 213470.52 万元，同比增长 29.20%；归
属于上市公司股东的净资产 132634.62 万元，同比增长 27.98%。  

公告显示，旺盛的下游需求和持续的产品迭代推动公司进入发展快车道，在各条产品
线高景气的驱动下，公司营业收入实现快速增长；持续高强度的研发为公司未来发展提供
了丰富的产品储备，2021 年上半年，公司研发投入 6754.83 万元，同比增长 213.04%；工
艺持续迭代以及与晶圆厂良好的合作关系为公司未来发展提供了产能保障。 

 

【芯原股份 688521.SH】 

公司于 2021 年 8 月 4 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收
入 87310.43 万元，同比增长 26.92%；完成归属于上市公司股东的净利润-4564.5 万元，亏
损收窄 1,823.33 万元，收窄幅度为 28.54%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-7794.01 万元，扣非后亏损收窄 401.44 万元。报告期末，公司资产总额 345554.66

万元，同比增长 8.15%；归属于上市公司股东的净资产 261657.66 万元，同比减少 0.38%。 

公告显示，2021 年上半年，在全球疫情逐步得到控制、国际局势持续起伏、半导体产
业链产能紧张的背景下，公司经营情况良好，各业务协同发展，实现营业收入的显著增长
及归属于母公司所有者的净亏损进一步收窄。公司营业收入的增长主要由公司一站式芯片
定制服务业务所驱动；公司一站式芯片定制服务业务模式与传统芯片设计公司在销售风险、
库存风险、技术支持费用等方面有所不同，公司仅需以相对稳定的量产业务团队管理日益
增长的量产业务，具有可规模化优势。因此，基于公司独特的商业模式，综合毛利率并非
评估公司盈利能力的唯一指标，虽然公司量产业务毛利率相对半导体 IP 授权业务较低，但
该业务产生的毛利大部分可贡献于净利润。 

 

【思瑞浦 688536.SH】 

公司于 2021 年 8 月 5 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收
入 48475.15 万元，同比增长 60.56%；完成归属于上市公司股东的净利润 15,476.39 万元，
同比增长 26.78%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11818.72 万元，
同比下降 1.93%。报告期末，公司资产总额 293952.8 万元，同比增长 10.33%；归属于上市
公司股东的净资产 276975.4 万元，同比增长 7.62%。 

公司公告显示，本期经营活动现金净流出为 2,027.75 万元，较上年同期下降 115.87%，
主要系以下原因所致：（1）应对集成电路行业上游产能趋紧的状况，通过预付供应商货款
的方式，保障供应链的持续稳定；（2）公司人员增加及薪酬水平增长导致支付给职工及为
职工支付的现金增长；（3）公司内销销售额同比大幅增加，导致缴纳的增值税大幅增加。
报告期内，公司电源产品成长快速，收入结构趋向均衡；各关键岗位人才资源进一步充实，
团队规模持续壮大；凭借可靠的产品质量和优质的客户服务，市场拓展不断取得新成果；
通过与产业链合作伙伴积极协作，共同应对产能紧张带来的诸多挑战，维护供应链稳定。 

 

【晶丰明源 688368.SH】 

公司于 2021 年 8 月 3 日公告《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项的进展公告》。公告显示，公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买参股公司南京
凌鸥创芯电子有限公司 95.75%股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股
份募集配套资金。 

 

【纳思达 002180.SZ】 
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公司于 2021 年 8 月 4 日公告《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。公告显示，上市公司拟向汪东颖、李东飞、曾
阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业（有限合伙）、严伟、 厦门
奔图和业投资合伙企业（有限合伙） 、北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）、孔
德珠、汪栋杰、 厦门奔图丰业投资合伙企业（有限合伙） 、余一丁、 厦门奔图恒业投资
合伙企业（有限合伙） 、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投资合伙企业（有限合伙）、陈力、
蔡守平、陈凌、况勇、马丽发行股份及支付现金收购其持有的奔图电子 100%股权。本次交
易完成后，奔图电子将成为上市公司全资子公司。本次交易上市公司在发行股份及支付现
金购买资产的同时，拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资
金总额不超过 500,000 万元，且不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%；募
集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的 30%。 

 

【太极实业 600667.SH】 

公司于 2021 年 8 月 4 日公告《关于子公司十一科技中标重大项目工程的公告》。公告
显示，无锡市太极实业股份有限公司（“公司”或“太极实业”）子公司信息产业电子第十
一设计研究院科技工程股份有限公司（“十一科技”）于近日收到招标代理机构安徽省招标
集团股份有限公司发来的《中标通知书》，确认十一科技为长鑫新桥存储技术有限公司 12

英寸存储器晶圆制造基地二期项目 EPC 总承包的中标单位。 

 

【汇顶科技 603160.SH】 

公司于 2021 年 8 月 4 日公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。
公告显示，2021 年 7 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 90,000 股，占公司总
股本的比例为 0.02%，购买的最高价为 115.5 元/股，最低价为 111.96 元/股，已支付的总
金额为 10,312,482.39 元（含交易费用）。 

自本次回购实施开始至 2021 年 7 月 31 日，公司股份回购专用证券账户通过集中竞价
交易方式已回购公司股份数量为 3,422,700 股，占公司总股本的比例为 0.75%，购买的最高
价为 124.69 元/股，最低价为 111.96 元/股，已支付的总金额为 411,325,948.73 元（含交易
费用）。 

 

【芯原股份 688521.SH】 

公司于 2021 年 8 月 4 日公告《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。公告显
示，2021年 8月 3日为授予日，以人民币 38.53元/股的授予价格向 62名激励对象授予 41.20

万股限制性股票。预留授予数量：41.20 万股，约占目前公司股本总额 49,019.6451 万股的
0.08%，授予价格 38.53 元/股。 

 

【南大光电 300346.SZ】 

公司于 2021 年 8 月 5 日公告《向特定对象发行股票发行情况报告书》。公告显示，本
次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元；本次向特
定对象发行股票募集资金总额不超过 61,300.00 万元（含本数），股票数量不超过 19,114,437

股，且不超过发行前总股本的 30%，即不超过 122,067,253 股（含本数）。 

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）15,290,596 股，全部采取向
特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同
意注册的最高发行数量。本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票
发行价格不低于发行期首日（即 2021 年 7 月 22 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，
即不低于 32.07 元/股。 
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公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价
格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 40.09 元/股，发行价格
为发行底价的 1.25 倍。 

 

【晶方科技 603005.SH】 

公司于 2021 年 8 月 3 日公告《简式权益变动报告书（EIPAT）》。公告显示，权益变动
前，EIPAT 持有晶方科技 30,752,000 股股份，占晶方科技当时总股本的 9.56%。本次权益
变动后，EIPAT 持有晶方科技 20,367,281 股股份，占晶方科技目前总股本的 4.99%，为晶方
科技 5%以下股东。 

 

3. 本周半导体重点新闻 

3.1. IC 设计 

思瑞浦 2021 年 H1 营业收入同比增长 60.56%。恩智浦于 8 月 4 日晚间披露半年报，2021

年上半年营业收入 4.85 亿元，同比增长 60.56%；净利润 1.55 亿元，同比增长 26.78%；基
本每股收益 1.93 元。思瑞浦主要从事模拟集成电路产品的研发与销售，报告期内主要产品
为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。本期营业收入为 48,475.15 万元，其中，信号链
模拟芯片收入同比增长 40.86%，占本期销售收入的比例为 85.51%；电源管理模拟芯片收入
同比增长 816.68%，占本期销售收入的比例为 14.49%。 

 

小米投资芯片设计公司。湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳哈勃科技投
资合伙企业（有限合伙）新增投资企业——武汉市聚芯微电子有限责任公司（以下简称：
聚芯微）。值得一提的是，早在 2019 年 4 月，聚芯微就获得了“OPPO 系”盛铭企业管理
咨询有限公司的投资。聚芯微成立于 2016 年，专注于高性能模拟与混合信号芯片设计领
域，总部位于武汉光谷未来科技城。据悉，聚芯微定位智能感知领域，目前拥有智能音频、
3D 视觉、光学传感和触觉感知等多条产品线布局，并获得多家一线手机品牌联合战略投
资。（集微网） 

 

复旦微电登录科创板。8 月 4 日，复旦微电正式登陆科创板，股票代码为 688385，发行价
格 6.23 元/股，发行市盈率为 127.14 倍。招股书显示，复旦微电是一家从事超大规模集成
电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。2018 年-2020 年，复
旦微电实现净利润分别为 1.05 亿元、-1.63 亿元和 1.33 亿元，扣非后净利润分别为 1566.65

万元、-2.55 亿元和 3987.90 万元。目前，复旦微电的 RFID 芯片、智能卡芯片、EEPROM、
智能电表 MCU 等多类产品的市场占有率位居行业前列，且产品性能受到三星、LG、VIVO、
海尔、海信、联想等国内外知名厂商的认可。（集微网） 

 

地平线发布整车智能芯片征程 5。地平线于近日发布了动力最为强劲的“数字发动机”—
—全场景整车智能中央计算芯片地平线征程 5。这是继突破 L4 高等级自动驾驶算力瓶颈之
后，国内车规级芯片厂商开始攀登整车智能芯片的新高度。而自 2020 年地平线按下中国
智能汽车芯片的前装量产元年的按钮后，地平线芯片出货量已突破 40 万片，获得 40 多个
前装量产项目定点。地平线也是目前国内唯一一家实现汽车智能芯片前装量产的企业，其
首款车规级 AI 芯片地平线征途 2，实现了中国车规级 AI 芯片量产零的突破。（集微网） 

 

振芯科技测试产线已超负荷运转，重点产品测试依靠委外。近日，振芯科技在接受机构调
研时表示，公司现有的研发、测试产线已处于饱和、超负荷运转，重点产品测试依靠委外，
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由于外部交付周期和成本不可控，从长远来看，一定程度上影响了公司订单的交付和业务
的正常开展。对于控股股东诉讼进展，振芯科技表示，电子集团及其股东在电子集团公司
解散之诉审理期间派生出多起诉讼，目前仍有诉讼处于未决状态。电子集团公司解散一案
已处于恢复审理过程中，电子集团的僵局问题继续存在。该诉讼不影响公司的日常生产经
营。（集微网） 

 

谷歌手机将采用自研芯片。近日，谷歌宣布其最新旗舰手机 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 将不再采
用高通处理器，转而采用自研 Tensor 系统单芯片。有评论认为，随着谷歌加入自研芯片潮，
晶圆代工的“大饼”将越来越大，台积电、三星甚至是英特尔受依赖程度会越来越高。苹
果去年便宣布，以自研的 M1 芯片，取代目前 Mac 电脑使用的英特尔芯片；谷歌此前就曾
与博通合作，为自身大型数据中心服务器开发 Tensor Processing Unit，以加速定制化 AI

演算法的运算，来协助在云端中识别和分析影像、语言、文字片段和影音。（集微网） 

3.2. 设备/材料 

盛美步入边缘刻蚀领域，新产品支持 3D NAND、DRAM 和先进逻辑制造工艺。作为半导
体制造与先进晶圆级封装领域中领先的设备供应商，盛美半导体设备今日公布的边缘湿法
刻蚀设备，进一步拓宽了盛美湿法设备的覆盖面。该新设备使用湿法刻蚀方法来去除晶圆
边缘的各种电介质、金属和有机材料薄膜，以及颗粒污染物。这种方法最大限度地减少了
边缘污染对后续工艺步骤的影响，提高了芯片制造的良率，同时整合背面晶圆清洗的功能，
进一步优化了工艺和产品结构。（集微网） 

 

半导体设备荒正在加剧。据韩国半导体企业相关人士和 TheElec 收集的全球半导体企业数
据显示，截至 7 月，半导体设备的平均交货周期已延长至 14 个月，一些晶圆厂设备的交
货时间超过了两年。TheElec 指出，去年，晶圆厂设备的交货期在 3 到 6 个月之间，今年
第一季度延长到了平均 10 个月。交期的延长是由于芯片制造商增加了对其晶圆厂的支出，
以及全球芯片短缺的长期化，甚至连设备制造商都要采购他们产品所需的芯片。部分知情
人士表示，用于前端工序的设备，通常有较短的交货期，但目前其交期平均也超过了一年。
设备的交货时间总体上处于历史最高水平。（集微网） 

 

半导体晶圆检测设备企业大摩半导体项目落户上海松江。上海松江消息显示，今年年初，
松江区区投促中心了解到大摩半导体在半导体晶圆检测设备突破“卡脖子”技术、实现国
产化方面取得了突破性进展，企业正在选址设立总部、研发及生产基地。最终，项目方确
定落户松江。据悉，江苏大摩半导体科技有限公司成立于 2017 年，主要为客户提供集成
电路及半导体晶圆检测设备的整合解决方案。近年来，公司已成长为国内半导体晶圆检测
设备再制造与技术服务领域的龙头企业，并积极加快检测设备核心模块的开发，将联合行
业内的相关企业进行检测设备整机开发。（集微网） 

 

3.3. 代工/封测 

中芯国际发布 2021 年第二季度财报，单季营收创下 13.44 亿美元新高，环比增长 21.8%，
同比增长 43.2%。今年第二季度，中芯国际毛利达到 4.05 亿美元，环比增长 61.9%，同比
增长 62.9%。此外，毛利率也从第一季度的 22.7%大幅提升到了 30.1%。值得一提的是，中
芯国际第二季度财报还透露出两大关键信息，一是在全球芯片产能吃紧之际，中芯国际第
二季度来自中国内地及中国香港的营收占比从上季度的 55.6%提升到了 62.9%；二是中芯国
际 28nm 及 FinFET 制程营收贡献占比实现反弹，上季度受外部因素影响下跌至 6.9%后，今
年第二季度迅速反弹至 14.5%。（集微网） 
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长江存储 128 层 3D NAND 闪存产品成功量产。国内内存模块供应商“嘉合劲威”公众号
发布消息称，旗下高端品牌阿斯加特将发布新品 AN4 PCle4.0 SSD，闪存颗粒采用长江存
储 128 层 3D TLC NAND，这也意味着长江存储 128 层 3D NAND 闪存产品成功量产。2018

年长江存储的技术水平是 32 层，而三星电子从 2014 年开始生产 32 层。随着长江存储在
2021 年成功量产 128 层（三星电子和 SK 海力士分别在 2019 年 8 月和去年第二季度开始
生产 128 层），韩国和中国半导体企业的技术差距从 3、4 年缩短为 2 年。（集微网） 

 

台积电 3nm 制程今日起启动机台设备安装。继 5nm 制程开始显著贡献营收后，3nm 也预
计在今年下半年试产，并于明年下半年量产。据中国台湾《自由时报》报道，台积电南科
晶圆 18 厂是其 5nm 和 3nm 的主要生产基地。台积电总裁魏哲家日前表示， 5nm 在进入
量产的第二年，具有最佳的性能、功耗及面积（PPA），在智能手机、高性能计算（HPC）
相关应用的驱动下，需求持续强劲。（集微网） 

 

富士康购买 6 寸晶圆厂。近日，富士康以 9000 多万美元从存储器企业宏旺手中购买一家 6

寸晶圆厂，富士康将以此开发碳化硅芯片，它将保留这些设施和设备以便开发碳化硅芯片，
进而开始布局汽车芯片市场。富士康将于今年年底完成该 6 寸晶圆制造厂的收购，并计划
刚才 2024 年月产能达到 15,000 片晶圆。富士康此前曾表示将参与全球电动汽车市场，
此次收购宏旺的晶圆厂，可谓真正的迈开了第一步。今后，富士康将分别与菲斯克、拜腾
等合作生产电动汽车。（集微网） 

 

大港股份控股孙公司有光刻机。8 月 3 日，大港股份在投资者互动平台表示，目前公司控
股孙公司苏州科阳主要从事 8 寸 CIS 晶圆级封装加工服务，CIS 芯片主要应用于手机摄像
头。对于光刻机方面，大港股份称公司控股孙公司苏州科阳有上述设备，此外，公司还透
露，苏州科阳主要从事 8 吋 CIS 晶圆级封装加工服务，CIS 芯片主要应用于手机摄像头。
据悉，大港股份和紫光展锐主要在集成电路测试业务上有合作。（集微网） 

 

晶圆代工先进制程要涨价了。外媒报导，南韩三星电子透露有意调涨晶圆代工价格，由于
三星晶圆代工主力在先进制程，其喊出要调升价格，业界认为是开出晶圆代工先进制程涨
价第一枪，也意味晶圆代工市场盛况从成熟制程一路延烧到先进制程。在三星之前，联电、
力积电等以成熟制程的晶圆代工厂，都已陆续上调代工报价，联电更二度上修今年全年产
品均价（ASP）增幅，凸显报价涨势比原本预期还大。台积电方面，先前成熟制程部分调
升报价或取消价格折让惯例，但在先进制程报价方面，则无明显波动。（集微网） 

 

 

3.4. EDA/IP/其他 

芯原股份上半年营收同比上升 27%，增长主要是公司一站式芯片定制服务业务所驱动。8

月 4 日，芯原股份披露半年度报告称，2021 年上半年，公司实现营业收入分别为 8.73 亿
元，同比增长 26.92%。其中，第二季度实现营业收入 5.41 亿元，同比增长 40.95%，其增长
主要是公司一站式芯片定制服务业务所驱动。另外，上半年，芯原股份新签订单金额约17.22

亿元，较上年同期增幅超 120%，主要来自芯片量产业务。（集微网） 

 

智芯仿真获华大九天战略投资，致力于解决 EDA 后端仿真软件“卡脖子”问题。近日，
智芯仿真获得华大九天的战略投资。此轮融资后，智芯仿真将扩大团队规模，加快产品研
发进度。智芯仿真成立于 2019 年，专注于 EDA 后端版图验证与仿真领域，产品覆盖电路
版图的直流分析与电-热协同仿真、信号完整性分析、电源完整性优化及电路模型的参数
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提取等。公司的目标是为电子和集成电路设计企业提供平台化的 EDA 后端仿真软件系统，
实现国外软件的国产替代，解决 EDA 后端仿真软件的卡脖子问题。（集微网） 

 

新思葛群称 EDA 软件应发挥“美图秀秀魔力”，助力芯片设计门槛大幅降低。新思全球资
深副总裁兼中国董事长葛群日前接受《问芯 Voice》等媒体的采访中表示，未来 EDA 的角
色很重要的一个改变就是能够让整个芯片设计的门槛降低，让更多人能够参与到芯片设计
当中来，EDA 也可以像美图秀秀等工具一般，让芯片设计从业者们可以迅速地规模化地做
出芯片产品，从而降低成本，也可以更容易让人才加入到芯片产业当中（集微网） 

 

4. 海外半导体龙头厂商新季度业绩持续向好 

多家中国台湾及海外半导体企业发布最新季度财务报告，业绩持续向好。我们选取其中几
家代表公司，覆盖设备，设计等子板块行业，观察半导体产业的不同子板块的表现。 

1.联发科 （MediaTek.Inc）： 

联发科 MTK 公布 2021 年第二季度财务报告，2021 年第二季度的营收总额为 1257 亿新
台币，同比增长 85.9%，环比增长 16.3%，营收再创新高；毛利率 46.2%，同比增长 2.7 个
基点，环比增长 1.3 个基点；净利润为 276 亿新台币，同比增长 277.4%，环比增长 7%。
本季营收较前季增加的主要原因为 5G 智能手机以及各类物联网装置动能持续。本季营收
较去年同期增加的主要原因为 5G 智能手机和 WIFI 6 市占率的增加以及各类消费性电子销
售提升。 

图 4：联发科 2021 二季度财报比较（十亿台币） 

 

资料来源：联发科公司公告、天风证券研究所 

按业务收益，手机同比增长 143%，占第二季度收入的 57％。主要受到 5G 高端产品
Dimensity1000 系列的推动，增长非常强劲。越来越多的客户持续采用公司的 5G 高端 SoCs。
自 2019 年底公司首次进入 5G 高端市场以来，所占的高端市场份额一直稳步上升。计划在
今年年底交付第一个 5G 旗舰 SoC 解决方案。联发科采用 ARM 最新的旗舰核心和最先进
的台积电 4nm 处理技术，提供行业领先的功耗和高性能的旗舰解决方案。旗舰产品的开发
已经在多个客户中取得了很好的反响，第一个客户的产品计划在 2022 年 Q1 推出。公司进
入旗舰市场和对先进功能的投资将有利于未来的整个 5G 产品组合。 

物联网、计算和 ASIC 部门同比增长 59％，占 22％。市场需求和产品升级持续强劲。在物
联网和计算领域， WiFi 6 升级和高端设备(如更大尺寸的平板电脑、智能显示器和品牌 

TWS 蓝牙耳机)带来了更好的产品组合。作为 WiFi 6 领域为数不多的领先者之一，公司预
计 WiFi 6 的普及率将在未来几年加速，并将继续惠及联发科的多个应用程序。在 ASIC 方
面，第二季度的收入稳步增长。一些新的开关集成电路项目将在今年下半年开始批量生产，
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以促进进一步的增长。 

智能家居同比增长 62％，占 14％。全球数字电视需求一直保持稳定。由于全球体育赛事
的缘故，高端设备(如 4K 机型)越来越受欢迎，这推动了联发科产品组合的改善。再加上其
他电视相关产品的强劲需求，预计这一部分将在今年全年保持增长。 

电源 IC 同比增长 43％，占 7％。整个季度需求强劲，特别是随着 5G 智能手机的发展，
先进产品的技术变得越来越复杂，对高效电源管理解决方案的需求大幅增加。联发科已经
建立了一个庞大的投资组合来支持多样化的应用，并继续投资于新应用的解决方案。除了
计算和通信等当前主要业务的强劲增长外，工业和汽车业的贡献不断增加，预计今年工业
和汽车业的贡献将占电源 IC 收入的 10% 左右。 

图 5：各业务营收占比  图 6：各业务同比增长情况 

 

 

 

资料来源：联发科法说会资料、天风证券研究所  资料来源：联发科法说会资料、天风证券研究所 

 

展望第三季度，联发科预计收入将继续增长，季节性的供应限制不会变成对公司前景的担
忧。预计第三季度的收入将在 1257-1319 亿新台币之间，预计同比增长 29%-36%。展望下
半年，进一步提高年营收增长目标，从上个季度 40+%以上提高至 45+%。年度毛利率预计
在 44-46%的目标区间上限。 

2.赛灵思（XILINX, INC.） 

FPGA芯片全球龙头赛灵思发布 2022年第一财季财报。公司于 2021年 7月 28日宣布 2022

第一财季收入达到创纪录的 8.79 亿美元，比上一季度增长 3%。第一财季的 GAAP 净利润
为 2.06 亿美元，或每股摊薄收益 0.83 美元，环比增长 11%。本季度非 GAAP 净利润为 2.36

亿美元，或每股摊薄收益 0.95 美元。得益于数据中心终端市场的强劲表现，以及工业、广
播和消费终端市场创纪录的季度收入。 

表 3： 2022 财年第一季度财务报告摘要（单位：亿美元，每股摊薄收益除外） 

 22Q1 环比 同比 21Q4 21Q1 

净收入 8.79 3% 21% 8.51 7.27 

毛利润 5.86 3% 19% 5.70 4.94 

经营利润 2.10 5% 20% 2.00 1.76 

净利润 2.06 10% 120% 1.88 0.94 

每股摊薄收益 0.83 11% 118% 0.75 0.48 

资料来源：赛灵思官网、天风证券研究所 

Xilinx 总裁兼首席执行官 Victor Peng 表示：“尽管面临前所未有且充满挑战的供应受限环
境，但由于对我们产品的需求依然强劲，Xilinx 又实现了创纪录的季度业绩。”此外，Xilinx

通过 Versal Edge 和 Versal HBM 系列公告扩大了 Versal 产品组合，公司继续在路线图上执
行计划的同时，也在努力改善客户的供应。 

赛灵思首席财务官 Brice Hill 表示：“创纪录的第一季度收入得益于数据中心终端市场的强

57%22%

14%

43%

手机业务 物联网、计算

和ASIC部门

智能家居 电源IC
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劲表现，以及工业、广播和消费终端市场创纪录的季度收入，这推动了 3%的环比和 21%的
同比增长，先进产品环比增长 2%，每年增长 27%，占总收入的 72%。2022 财年第一季度公
司创纪录的实现了 3.73 亿美元自由现金流，占收入的 42%。 

公司的先进产品包括：Versal、UltraScale+、UltraScale 和 7 系列产品系列，以及由 Alveo、
Solarflare、Network 和 System-On-Modules 组成的生产板业务。公司的核心产品包括：
Virtex-6、Spartan-6、Virtex-5、CoolRunner-II、Virtex-4、Virtex-II、Spartan-3、Spartan-2、
XC9500 产品、配置解决方案、软件和支持/服务。 

表 4：按产品划分净收入 

 22Q1 收入占比 同比 环比 21Q4 收入占比 21Q1 收入占比 

先进产品 72% 27% 2% 73% 68% 

核心产品 28% 8% 7% 27% 32% 

资料来源：赛灵思官网、天风证券研究所 

Brice Hill 表示，虽然由于供应链限制，库存天数接近历史低点，但一些预期的供应增加将
被持续强劲的客户需求所抵消，所以，赛灵思预计库存将保持在当前水平相对稳定。第一
季度东南亚新冠疫情病例激增导致向分销商的季度末出货量增加，从而导致渠道库存暂时
增加。由于产品运送到最终客户，渠道库存水平在第二财季初期有所下降. 

表 5：按区域划分净收入 

 22Q1 收入占比 同比 环比 21Q4 收入占比 21Q1 收入占比 

北美 23% 7% -14% 27% 26% 

亚太 52% 17% 11% 49% 54% 

欧洲 15% 44% 0% 16% 13% 

日本 10% 55% 22% 8% 7% 

资料来源：赛灵思官网、天风证券研究所 

受超大规模云客户和金融科技市场强劲需求的推动，本季度数据中心集团(DCG)收入环比
增长 14%。在全球 5G 持续部署的推动下，有线和无线集团(WWG)收入同比增长 13%且环
比持平。航空航天与国防、工业和测试、测量与仿真(AIT)收入环比下降 10%，创纪录的工
业终端市场表现被航空航天与国防销售额下降以及 TME 小幅下降所抵消。本季度汽车、广
播和消费者(ABC)收入环比增长 13%，广播和消费者终端市场季度创纪录。 

表 6：按终端市场划分净收入 

 22Q1 收入占比 21Q4 收入占比 21Q1 收入占比 环比 同比 

航空航天与国防、工业

和测试、测量和仿真 
36% 41% 45% -10% -2% 

汽车、广播和消费者 20% 18% 12% 13% 94% 

有线和无线集团 30% 31% 32% 0% 13% 

数据中心集团 10% 9% 12% 14% -1% 

资料来源：赛灵思官网、天风证券研究所 

阿斯麦（ASML Holding N.V.） 

光刻机设备龙头阿斯麦 ASML 公布 2021 年第二季度财务报告，2021 年第二季度的营收额
为 40 亿欧元，同比增长 20.87%，环比降低 7.88%；毛利率 50.9%，同比增加 2.7 个基点，
环比降低 3 个基点；净利润 10 亿欧元，同比增加 38.22%，环比降低 22.01%。业绩提升主
要受益于客户希望采用软件升级来快速提高产能。 

图 7：阿斯麦 2021 二季度财报比较（百万欧元） 
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资料来源：ASML2021Q2 业绩说明会新闻稿、天风证券研究所  

ASML 总裁兼首席执行官 Peter Wennink 表示：公司第二季度的营收达到 40 亿欧元，符
合预期，毛利率则优于预期，达到 50.9%，主要受益于客户希望采用软件升级来快速提高
产能，以及一次性的会计收入认列(one-off revenue accounting releases)。而公司第二季度
的新增订单金额则达到 83 亿欧元，其中 49 亿欧元来自 EUV 系统订单，总待出货订单金
额(backlog)达到 175 亿欧元。 

图 8：阿斯麦 2021 二季度系统总值（百万欧元、%） 

 

资料来源：ASML2021Q2 业绩说明会新闻稿、天风证券研究所 

来自于不同细分市场和对于 ASML 产品组合的需求仍然很高，主要原因是市场专注于提高
产能以支持数字化基础设施的建设，这同时带动了市场对于逻辑及存储芯片的长期需求，
不仅在先进制程节点方面，在成熟制程节点也是。公司正在努力将设备产量最大化，目前
预计 2021 年的全年净销售额将比去年增长约 35%，预计毛利率为 51%~52%。ASML2021

年第三季度的营收预计约为 52 亿欧元~54 亿欧元，毛利率约 51%~52%，研发成本约 6.45

亿欧元，销售及管理费用约 1.8 亿欧元，预估 2021 年年化有效税率约 15%。 
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图 9： 2017-2021 终端使用情况（单位：百万欧元） 

 

资料来源：ASML2021Q2 业绩说明会新闻稿、天风证券研究所 

产品及业绩亮点： 

1）EUV 业务中，第一台 TWINSCAN NXE:3600D 系统已交付给客户。与 TWINSCAN 

NXE:3400C 相比，该系统可提高 15% 至 20% 的生产力，并提高约 30% 的覆盖率。现在
正在为内存增加 EUV 的量产，并计划在三个 DRAM 客户的未来节点上实施 EUV。 

2）DUV 业务中，TWINSCAN NXT:2000i（一种 ArFi 浸入式系统）创下了单日在客户处
曝光 6,300 多片晶圆的记录。 

3）第 100 次 TWINSCAN 进行了翻新，展示了公司对循环经济的承诺。今年预计将运送 

20 套翻新的 PAS 系统和 6 套翻新的 TWINSCAN 系统。 

4）在应用程序业务中，本季度出货了第一台 YieldStar 1385。这种工具能够测量蚀刻后的
器件图案，从而为客户提供扩展的良率控制能力。与 YieldStar 1375 相比，YieldStar 1385 

具有更高的精度和约 50% 的生产力提升能力。 

 

高通（Qualcomm） 

高通公布 2021 年第三季度财务报告，业绩高于预期上限，非 GAAP 收入为 80 亿美元，
同比增长 63%，非GAAP每股收益为 1.92美元。物联网业务将是公司未来增长的机会之一，
目前的增长速度也超过手机业务，是手机业务增长速度的 1.6 倍，对于推动利润率和增加
运营杠杆都有作用， 物联网和汽车业务，令产品组合更加优化，增加了公司的营业收入。 

图 10：高通 2021 三季度财报比较（百万美元） 

 

资料来源：高通 21Q3 财报、天风证券研究所 

QTL 收入为 15 亿美元，EBT 利润率为 71%，高于预期的中点。QCT 收入为 65 亿美元，EBT
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利润率为 28%，高于预期的最高点，18 亿美元的 EBT 与去年同期相比几乎翻了三倍，收入
增长了 70%，EBT 利润率增长了 12 个百分点。由于所有主要原始设备制造商在高端设备中
采用 5G 产品，手机收入同比增长 57%至 39 亿美元。 

图 11：高通营业收入拆分 

 

资料来源：高通 21Q3 财报、天风证券研究所 

射频前端、物联网和汽车收入合计约占本季度 QCT 总收入的 40%，同比增长是手机收入快
1.6 倍。凭借广泛的产品组合和客户吸引力，RF 前端收入为 9.57 亿美元，同比增长一倍以
上。射频前端收入包括功率放大器、跟踪器、天线调谐器、滤波器、分集和毫米波模块，
不包括射频收发器的收入。 

物联网收入同比增长 83%至 14 亿美元，比预期增加约 1 亿美元。卓越表现是由消费者边
缘网络和工业平台的需求推动的。汽车收入为 2.53 亿美元，由于采用联网汽车和数字驾
驶舱收入的扩大，同比增长 83%。 

图 12：高通 QCT 业务拆分 

 

资料来源：高通 21Q3 财报、天风证券研究所 

在第四财季，公司预计收入为 84 亿美元至 92 亿美元(环比 3.7%~13.5%)，非美国通用会计
准则每股收益为 2.15 美元至 2.35 美元。在 QTL，公司预计收入为 14.5 亿至 16.5 亿美元，
EBT 利润率为 69%至 73%。在 QCT，公司预计收入为 70 亿至 75 亿美元，EBT 利润率为 29%

至 31%。QCT 的预测反映了所有收入的连续增长，包括高端设备的发布以及公司在物联网
和汽车领域扩展移动技术和投资所带来的运营杠杆优势。最后，公司预计非 GAAP 合并研
发和 SG&A 费用将连续增长 2%至 3%。根据第四季度指引的中间值，预计非 GAAP 每股收
益为 8.24 美元，相对于 2020 财年几乎翻了一番。在 QCT 中，预计收入将同比增长 100

亿美元，营业利润率从 20 财年的 17%增长到 21 财年的 28%。随着对多元化的持续关注，
预测射频前端、物联网和汽车的合并收入将从 20 财年的 60 亿美元增长到 21 财年的 100

亿美元。 
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超微半导体（AMD） 

IC 设计公司龙头超威半导体 AMD 公布 2021 年第二季度财务报告，收入同比增长 99%；
毛利率扩大至 48%，二季度营业额为 38.5 亿美元，同比增长 99%，环比增长 12%；毛利率
48%，同比增长 4 个基点，环比增长 2 个基点；净利润 7.1 亿美元，同比增长 352%，环比
增长 28%。业绩增长主要得益于计算和图形部门以及企业和嵌入式和半定制部门的收入增
加。 

图 13：AMD 2021 二季度财报比较（百万美元） 

 

资料来源：AMD 公司官网、天风证券研究所  

业绩增长主要得益于计算和图形部门以及企业和嵌入式和半定制部门的收入增加。毛利率
的增长是由更丰富的销售组合推动的，包括高端 Ryzen™、Radeon™ 和 EPYC™ 处理器
的销售。AMD 总裁兼首席执行官苏姿丰博士（Dr. Lisa Su）表示：“我们的业务在第二季度
表现异常出色，收入和营业利润率翻了一番，盈利能力同比增长了两倍多。”“由于我们所
有业务的需求强劲，我们的增长速度明显快于市场。我们现在预计，在强大的执行力和客
户对我们领先产品的偏好的推动下，我们 2021 年的年收入将同比增长约 60%。” 

按业务分类，计算和图形部门收入为 22.5 亿美元，同比增长 65%，环比增长 7%。，主要
得益于锐龙台式机和笔记本处理器销售的丰富组合，客户端处理器平均销售价格 (ASP) 同
比和环比增长，以及在高端图形产品销售（包括数据中心 GPU 销售）的推动下，GPU 平
均售价同比和环比都有增长。企业、嵌入式和半定制部门收入为 16 亿美元，同比增长 

183%，环比增长 19%。增长是由 EPYC 处理器收入和半定制产品销售增加推动的。 

公司近期业务部分亮点包括： 

1）AMD EPYC 处理器为 2021 年 6 月上市的 58 个新系统中的一半提供动力。 

2）AMD 及其技术合作伙伴宣布了利用 AMD EPYC（霄龙）处理器的新型高性能计算系统。
这些系统包括用于英国气象局的 Microsoft Azure 超级计算机、Perlmutter 超级计算机和
新加坡国家超级计算中心超级计算机。 

3）Google Cloud 和 AMD 宣布推出基于第三代 AMD EPYC 处理器的新实例 (T2D) 。据
谷歌云称，通过使用第三代 EPYC 处理器，与其他云实例相比，T2D 为横向扩展工作负载
提供了高达 56% 的绝对性能和 40% 以上的性价比。 

4）AMD 继续推进行业领先的封装创新，以全新 3D 小芯片技术推动高性能计算的发展。
这一封装突破采用行业领先的混合键合方法，将 AMD 的创新小芯片架构与 3D 堆叠相结
合。 

5）AMD 宣布了 AMD 的优势设计框架设计结合了 AMD Radeon RX 6000M 系列移动图形
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处理器，AMD 的 Radeon 软件和 AMD Ryzen 独家 AMD 智能技术和其他先进系统 5000 个
系列移动处理器，提供笔记本电脑上最好的一流的游戏体验设计特点。 

6）AMD 的高性能“Zen”CPU 和 AMD RDNA™ 2 GPU 的采用扩展到新市场。 

7）AMD 推出了 FidelityFX 超分辨率 (FSR)，这是一种最先进的空间放大算法功能，旨在提
高帧率并提供高质量、高分辨率的游戏体验。AMD 还宣布，超过 40 家游戏开发商承诺
支持 FSR，预计未来还会有更多。 

 

三星电子（Samsung Electronics） 

三星电子公布 2021 年第二季度财务报告，营业收入为 63.67 万亿韩元，同比增长 20%，
环比下降 2.6%；毛利率 41.8%，环比增长 5.3 个基点；净利润 9.63 万亿韩元，同比增长 73.2%，
环比增长 34.8%。营业利润 12.6 万亿韩元，环比增加 3.2 万亿韩元，同比多增 4.4 万亿韩
元。内存市场市场状况得到改善。营业利润率大幅上升至 19.7%。公司业绩变动的主要原
因：1）公司对服务器主导内存需求的积极响应和高端家用电器的稳健表现。2）奥斯汀代
工厂的运营提前恢复正常。3）零部件供应短缺等，全球供应链的有效管理。 

图 14：三星电子第二季度业绩 

 

资料来源：三星电子 2021Q2 业绩说明会资料、天风证券研究所 

按业务分类，半导体部门方面，营业收入为 22.74 万亿韩元，同比增长 25%，营业利润为
6.93 万亿韩元，同比增长 28%，环比翻番，且营业利润在利润总额中的所占比例过半。疫
情下非接触式生活方式走向常态，带动电脑用芯片销售增长，云计算企业对数据中心服务
器的需求上升推高 D-RAM 价格，NAND 闪存价格上升，位于美国奥斯汀的系统半导体工
厂复工，这些因素都为半导体部门收获佳绩发挥了作用。移动部门（IM）方面，营业收入
为 22.67 万亿韩元，同比增长 9.3%，营业利润为 3.24 万亿韩元，同比增长 66%，环比下降
26%。新品效果不明显，加上印度和越南等地疫情扩散导致当地需求减少且生产出现差池。
但公司采取改善成本结构和优化营销战略等措施，使得业绩好于去年同期。消费者家电部
门（CE）得益于电视和高端法式多门冰箱阵容“BESPOKE”良好的销售业绩，实现 1.06

万亿韩元的营业利润。显示器部门实现营业利润 1.28 万亿韩元。哈曼实现营业收入为 2.42

万亿韩元，同比增长 57%，实现营业利润为 1100 亿韩元，去年同期亏损 900 亿韩元。 

图 15：三星电子业务拆分 
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资料来源：三星电子 2021Q2 业绩说明会资料、天风证券研究所 

公司预测，合作公司拟在第三季度推出中央处理器和智能手机，这将推高 D-RAM 等存储
芯片的需求，因此半导体部门第三季的营业利润有望达到顶点。 

高景气度下，持续看好国产设备材料，同时看好晶圆代工板块估值修复的机遇。从 PB 估
值来看，中芯国际港股和华虹半导体目前处于较低估值水平。中芯国际（A 股及港股）和
华虹半导体自今年二季度以来显著跑输芯片 ETF。截至 2021/7/30，中芯国际港股 PB 仅 1.80，
是全球 PB 最低的晶圆代工资产，华虹半导体为 3.22xPB，也处于较低水位，中芯国际 A 股
5.07xPB。 

基本面持续强化，涨价+UTR 提升+产品结构优化，一季度制造板块毛利率环比提升，二
季度有望持续提升。中芯国际二季度营收超 13 亿美元再创新高，毛利率提升为 30.1%，三
季度销售收入预期环比成长 2%到 4%，毛利率预期在 32%到 34%之间。华虹半导体 8 月 12

日发布业绩。 

大陆晶圆代工供需缺口大，中芯华虹扩产趋势明确，晶圆代工成为中美博弈焦点，未来 5

年有望持续扩产。战略性看多本土晶圆代工资产，看好估值修复行情。 

5. 周观点 

看好市场上修全年预期。高景气度下，由于产品结构提升、涨价等因素影响，全年利润预
期有望好于前期预测，景气度的持续性提供了持续上修预期的动力。站在二季度的时点，
随着全球半导体需求持续高涨，供给受到扩产周期的约束在年内难以大规模释放，供不应
求的格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业
绩预期 ，进而带来相关股票的机会。 

半导体制造：大陆晶圆代工供需缺口大，战略性看多本土晶圆代工资产，看好估值修复行
情。短期来看，本轮半导体缺货涨价主要由代工产能短缺引起，代工企业有望借此机会优
化产品结构，ASP 和毛利率均有望提高；长期来看，国产替代给本土晶圆代工板块带来的
成长性，应优先于产业周期性考虑，中芯国际和华虹半导体作为本土晶圆代工头部公司，
看好其长期发展。建议关注：中芯国际/华虹半导体/晶合集成/闻泰科技/中车时代电气/华
润微/士兰微 

IC 设计：一季度淡季不淡，关注产品迭代，看好新产品新应用穿越周期。一季度淡季不淡，
IC 设计板块收入同比增 70%，毛利率和净利率环比均有提高。我们看好缺货涨价在二三季
度的持续性。关注产品迭代，看好新产品新应用穿越周期。建议关注：晶晨股份/全志科技
/瑞芯微/恒玄科技/中颖电子/兆易创新/富瀚微/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份/紫光国微/斯
达半导/新洁能 

半导体设备材料：成长趋势明确，受益制造产能扩张及国产替代加速。一季度 A 股半导体
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设备材料板块收入增速环比提至 68%，材料板块毛利率提升，设备板块费用率下降，设备
材料归母净利率均环比提高。芯片短缺加速了产能扩张速度，未来两年全球设备销售额增
长趋势明确，国产替代大趋势下，A 股半导体设备材料成长潜力较大。建议关注：北方华
创/雅克科技/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/鼎龙股份/有研新材/至纯科技/正帆
科技 

6. 风险提示 

疫情继续恶化、贸易战影响、需求不及预期 
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